
 

テナック-Ｃ  ＨＣ４６０、ＨＣ７６０ の光ディスクへの傷付き性 
                              
 テナック－Ｃ ＨＣ４６０、ＨＣ７６０は、光ディスクへの傷つき防止を目的として設計・開発 

されたグレードです。以下にその特性を示します。 

 

 

1.試験方法  点接触・往復動摩擦摩耗試験：ピン／プレート 

        ピン     ：テナック-Ｃ ＨＣ４６０、ＨＣ７６０、他社品（先端直径５ mm 球面） 

        プレート   ：光ディスク（ＣＤ－Ｒ）                     

        荷重     ：２０，５０，１００ｇ                       ピン 

        速度     ：５０ｍｍ／ｓｅｃ 

        往復距離  ：２０ｍｍ 

        往復回数  ：１００回 

        測定温度  ：２３℃ 

 

 

２．試験結果 
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テナック-Ｃ ＨＣ７６０ の摺動性（対ＰＯＭ） 
                              
 

 

1.試験方法  点接触・往復動摩擦摩耗試験：ピン／プレート 

        ピン     ：テナック-Ｃ ＨＣ４５０（先端直径５ mm 球面） 

        プレート   ：テナック-Ｃ ＨＣ４６０、ＨＣ７６０、ＨＣ４５０      ピン 

        荷重     ：２ｋｇｆ 

        速度     ：３０ｍｍ／ｓｅｃ 

        往復距離  ：２０ｍｍ 

        往復回数  ：１００００回 

        測定温度  ：２３℃ 

２． 摩擦特性 
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３．摩耗特性 

 プレート摩耗量（μm） ピン接触円変化量（mm） 

ＨＣ４６０ １３０ １．０ 

ＨＣ７６０ １６０ １．０ 

ＨＣ４５０ ４５０ １．２ 

 
 
 



 

テナック-Ｃ ＨＣ７６０流動特性 
 

 

 

１．試験方法    スパイラルフロー 

           成形機 ：住友重機械 ＳＧＭ１２５ 

           流路   ：５×１ｍｍ 

           樹脂温度：２００℃  

           金型温度： ６０℃ 

 

 

２．流動特性  
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